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（変更）「資金の借入に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年10月28日付で公表いたしました「資金の借入に関するお知らせ」について、一部変更す

ることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、変更箇所は下線を付しております。 

 

記 
 
１. 変更の理由 

当社は、平成23年10月28日付「資金の借入に関するお知らせ」にて公表のとおり、本社ビル取得資金に充当す

るため、株式会社アサックスと不動産担保ローンを締結しておりましたが、当社グループの状況を鑑み、慎重に

検討した結果、期間を延長することといたします。 

なお、本社ビル取得の概要につきましては、平成23年10月28日付「固定資産の取得に関するお知らせ」をご参

照ください。 

 

２. 変更箇所〈１頁〉２．借入の内容  

【変更前】 

(１)調達総額      165百万円 

(２)借入先の名称   株式会社アサックス 

(３)期間         平成23年10月28日から平成24年５月10日まで (予定) 

(４)金利        年6.5％   

(５)その他      不動産担保ローン   

 

【変更後】 

(１)調達総額      160百万円 

(２)借入先の名称   株式会社アサックス 

(３)期間         平成23年10月28日から平成25年５月10日まで (予定) 

(４)金利        年6.5％   

(５)その他      不動産担保ローン   

 

３. 今後の見通し 

 本件による平成25年３月期（連結・個別）の業績への影響は軽微であります。 

 

以  上 

 

 

会 社 名  株式会社サハダイヤモンド 
代表者名  代表取締役社長 今野 康裕 
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問合せ先   

役職・氏名 取締役ブライダルジュエリー事業部長

       亀井 晃 
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